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摘要(译)

通过在柔性基板上设置氧化物薄膜晶体管（TFT），压力传感器和温度
传感器来制造电子皮。压力传感器和温度传感器分别位于柔性基板的两
侧。氧化物TFT包括第一TFT和第二TFT。压力传感器配置为驱动第一
TFT，温度传感器配置为驱动第二TFT。制备电子皮的方法是通过蚀刻和
沉积在双面被导电材料覆盖的柔性基板上形成氧化物TFT，压力传感器
和温度传感器。本发明提供的电子皮可以同时测量压力和温度，并且结
构简单，工作电压低，功耗小，灵敏度高，传感器信号之间的干扰小。
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